二维半导体和存算一体芯片中试平台封装、测试与验证实验室设备征询通知书
近期将对二维半导体和存算一体芯片中试平台封装、测试与验证实验室设备进行招标。因秉承对项目的慎重性，将对以下设备进行公开招标前市场征询，了解相关产品的价格，征求相关技术要求及参数是否可行、合理，设备数量是否有明显漏项错项等，现邀请贵单位提出专业性意见，并希望贵单位能予以报价（报价只作参考，不作为最终招标控制价的依据）：
1、 货物清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	晶圆激光隐形切割机
	1
	套
	

	2
	多功能芯片微装平台
	1
	套
	

	3
	纳米图形量测系统
	1
	套
	

	4
	芯片结构高精度检测仪
	1
	套
	

	5
	高频矢量信号发生器
	1
	套
	

	6
	集成芯片测试设备
	1
	套
	

	7
	材料物性表征系统
	1
	套
	

	8
	晶圆级光学显微镜
	1
	套
	

	9
	晶圆级原子力显微镜
	1
	套
	

	10
	室温半自动探针台（8英寸）
	1
	套
	

	11
	晶圆级芯片电学测量系统
	3
	套
	

	12
	室温射频探针台
	1
	套
	

	13
	模拟电路综合电学性能测试系统
	2
	套
	

	14
	集成电路高低温电学测试系统
	1
	套
	

	15
	矢量网络分析仪
	1
	套
	

	16
	频谱仪
	1
	套
	

	17
	矢量信号发生器
	1
	套
	

	18
	半导体工艺设备二次配置水电气等系统
	1
	项
	



二、技术要求
	序号
	1.晶圆激光隐形切割机采购需求

	一
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	采购国产设备

	1.2
	适用范围：主要用于Si晶圆激光隐形切割，切割精度可达微纳级，具有高速、高精度、低表面损伤等特点，可支持世界一流的器件芯片研制和工艺研发。

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	工作条件
1.电源：满足国内电网标准220 VAC±10%单相，频率50 Hz；
2.环境温度范围：9-25℃；
3.环境湿度范围：≤65%，无结露；
4.气源：CDA 0.5 MPa~0.8 MPa
5.洁净度：≤Class 1000

	2.2
	★适用于8英寸及以下硅晶圆

	2.3
	▲最大切割厚度≥800 μm

	2.4
	最大切割速度≥1000 mm/s

	2.5
	光源要求：
1.配备国际知名品牌激光器
▲2.波长≥1330 nm
★3.功率≥3 W
▲4.具有加工端功率测量功能

	2.6
	加工载台要求
1.配备原厂自主研发精密工件台
▲2.X方向行程≥350 mm，Y方向行程≥450 mm
▲3.XY方向运动精度误差≤±1 μm
▲4.Z方向行程≥5 mm，运动精度误差≤±1 μm
5.θ方向转动范围≥120°，运动精度误差≤±8 μ rad

	2.7
	▲光学系统：具备空间光调制系统

	2.8
	工艺指标
▲1.激光切割线宽度≤2 μm
▲2.无崩边，无双晶
▲3.综合良率≥99%

	2.9
	配置要求

	2.9.1
	主机一台，冷水辅机一台

	2.9.2
	进气管一根，抽气管一根

	2.9.3
	进电口线缆一根，接地线一根

	2.9.4
	说明书，培训资料一套

	2.9.5
	保养手册一套

	2.9.6
	使用流程规范一套

	2.9.7
	随机资料：提供全套用于安装、操作、维护技术文件，提供主机、各功能部件的基本结构和使用说明书，维修保养说明书，提供软件操作手册，提供电子版说明书

	3
	软件功能要求：

	3.1
	具备联网后远程操作功能

	3.2
	具有加工端功率测量功能

	3.3
	配备显微对焦系统
1.具备自动聚焦能力
2.自动对焦精度≤±1 μm
3.配备LED光源，照明亮度可调

	3.4
	控制系统
1.配备图形化全中文人机交互界面
2.具备全自动作业能力
3.可实现Recipe管理
4.具备LOG日志记录和管理能力
5.具备报警记录查询能力
6.用户界面分级管理
7.可显示各轴运动状态

	3.5
	电脑系统：Windows系统

	3.6
	作业方式：半自动

	3.7
	对焦方式：手动/自动对焦

	3.8
	校准方式：手动/自动校准

	3.9
	修正方式：手动/自动修正；全自动暂停自动修正，修正道数可配置

	3.10
	操作权限：分三级权限，管理员，工程师，OP

	3.11
	Log记录：报警记录，作业记录

	3.12
	Recipe：软件界面提供Recipe选择、编辑功能，可以复制现有Recipe并编辑从而生成新Recipe

	3.13
	具备SECS/GEM

	3.14
	具备焦点实时跟随系统

	3.15
	具备指定多功率点检功能/划片前监测指定功率

	4
	开标后须提供的资料

	4.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	4.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	5
	供货时提供的资料要求

	5.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	5.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	5.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	5.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	5.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	5.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）





















1

	序号
	2.多功能芯片微装平台采购需求

	一
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	采购国产设备

	1.2
	适用范围：本设备为多功能芯片微装平台，主要应用于半导体SIP系统级封装、微波射频模块、光通信COS封装、大功率激光模组、SiC宽禁带器件等精密微组装工艺场景，兼容裸芯片、微型元器件、陶瓷基板、封装载板的精密对位与装配，满足芯片的点胶、粘片及引线键合需求；
本设备集成高精度视觉定位、真空吸附拾取、精密压力控制、恒温承载夹持；支持多规格器件快速换型，具备工艺参数存储、程序配方调用、人机交互操作功能，满足研发试样、中试精密微装工艺要求。

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	集成高精度视觉定位，不低于130万像素，完成自动点胶，带图像识别。

	2.2
	▲激光测高，自动检测产品点胶位置高度

	2.3
	▲设备重复精度±10 μm

	2.4
	XYZ最大速率 800/800/300 mm/s

	2.5
	XYZ加速度不小于0.8 g

	2.6
	视觉系统分辨率不小于0.01 mm*0.01 mm/pixel

	2.7
	识别范围不小于14 mm*14 mm

	2.8
	★贴片压力在5-100 gf以内

	2.9
	贴片尺寸 0.2 mm*0.2 mm—15 mm*15 mm

	2.10
	XY 行程 15 mm*15 mm，Z 行程 18 mm

	2.11
	▲点胶与贴片一体

	2.12
	升降台尺寸不小于260 mm*260 mm，可升降高度不低于18 mm

	2.13
	▲完成手动或半自动引线键合功能

	2.14
	▲键合压力控制在 5-150 gf

	2.15
	超声 0-4 W

	2.16
	★适应劈刀长度19 mm和25 mm

	2.17
	线轴尺寸标配1/2英寸，选配2英寸

	2.18
	焊线直径：金丝18-75 μm，铝丝18-80 μm

	2.19
	操作杆比例8：1

	2.20
	配置要求

	2.20.1
	平台模块包括自动点胶功能+芯片拾放功能+引线键合功能

	2.20.2
	激光测高模组一套，显微镜一套

	2.20.3
	随机资料：提供全套用于安装、操作、维护技术文件，提供主机、各功能部件的基本结构和使用说明书、维修保养说明书，提供电子版说明书

	3
	软件功能要求：

	3.1
	可新建、保存、编辑、调用多组产品工艺配方，适配多品种产品生产

	3.2
	软件运行稳定可靠，支持后续功能升级，可适配后续新增微组装工艺及产品型号拓展需求

	4
	开标后须提供的资料

	4.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	4.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	5
	供货时提供的资料要求

	5.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	5.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	5.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	5.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	5.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	5.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）






	序号
	3.纳米图形量测系统采购需求

	1
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	▲进口设备

	1.2
	适用范围：用于纳米图形加工的精密尺寸测量

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	电子光学系统

	2.1.1
	★二次电子像分辨率：≤0.5 nm@15 kV、≤1.0 nm@1kV(非样品台减速模式下统计法测量)；

	2.1.2
	放大倍率范围：10x-2000000x或者更宽，放大倍数连续可调，根据加速电压和工作距离的改变，放大倍数自动校准；

	2.1.3
	电子枪：肖特基热场发射电子枪，最大束流不小于20 nA

	2.1.4
	▲电子束的束流稳定性优于0.2%/h；

	2.1.5
	▲加速电压范围20 V~30 kV(非样品台减速模式，非着陆电压)，着陆电压范围≥20 V~30 kV(非样品台减速模式)，步进10 V连续可调；

	2.1.6
	镜筒内具有静电透镜设计，能保证样品室内无漏磁，可对铁磁性材料进行2 mm内高分辨无畸变成像；

	2.1.7
	▲物镜光阑≥7孔光阑，电磁式自动选择与电子束对中。

	2.1.8
	▲低电压配备电子束减速模式：镜筒内减速，且能在20 kV及以下自动开启镜筒内减速模式；

	2.2
	样品室

	2.2.1
	抽屉式拉门，样品室内部尺寸(宽*深*高)≥360 mm*360 mm*270 mm；

	2.2.2
	可容纳最大样品直径：≥200 mm。

	2.3
	样品台

	2.3.1
	五轴(X、Y、Z、R、T)全自动马达驱动样品台；

	2.3.2
	▲移动最大范围指标：X方向≥130 mm，Y方向≥130 mm，R=360°（旋转）；样品台Z方向最大移动范围：Z≥50 mm；

	2.3.3
	可双向倾斜，倾斜范围≥-3°~70°，360°旋转；

	2.3.4
	具有接触报警与自停功能。

	2.4
	探测器

	2.4.1
	样品室内需配备独立二次电子探测器；

	2.4.2
	配备镜筒内独立二次电子探测器（In-lens)，安装在镜筒内正光轴上，可实现180°全方位接收极表面二次电子信号的环形镜筒内二次电子探测器；

	2.4.3
	配备样品室内配备红外和彩色两用CCD相机系统，控制系统集成在主机操作系统中，可在二次电子成像时打开红外CCD相机实时观察，相互不产生冲突，可实时全方位观察，保证操作过程中任何情况的安全性；

	2.4.4
	配备样品电流监视器（SCM）。

	2.5
	真空系统

	2.5.1
	▲样品室真空度：高真空模式≤5*10-4 Pa，电子枪真空度：10-7Pa数量级。

	2.5.2
	配置全无油真空系统，包括前级无油干泵、分子泵、离子泵。

	2.6
	CD量测系统

	2.6.1
	CD量测原理：光标和线轮廓量测。

	2.6.2
	★CD量测范围≥0.05–10 μm

	2.6.3
	▲CD量测重现性≤±1％或0.002 μm（3sigma）（阈值方法），以较大者为准。

	2.6.4
	产量≥每小时15个晶片（连续测量），1个点/芯片，5个芯片/晶片。
CD量测产量测试方法：wafer选用硅沟槽或厂家提供的wafer标片。wafer放置在真空腔室内，抽真空后，开始测试。对单个晶片连续量测15次，1个点/芯片，5个芯片/晶片

	2.6.5
	CD-SEM模式下二次电子图像分辨率≥2 nm（在0.8 kV的加速电压下，wafer选用硅沟槽或厂家提供的wafer标片）。

	2.6.6
	CD-SEM模式下放大倍率1000x至500000x（SEM图像），70x-300x（光学显微镜图像）。

	2.6.7
	▲兼容4英寸、6英寸、8英寸以及特殊的载物台用于不规则样品等。

	2.6.8
	▲支持样品厚度范围：涵盖200 μm-3 mm；且此范围内厚度样品测试时，更换不同厚度的样品，无需进行硬件切换。

	2.6.9
	▲支持晶圆材质：支持传统硅基、兼容第三代半导体材质及玻璃等电镜可实现稳定成像的材质。

	2.6.10
	▲占地面积：仅主机及操作平台（不含空压机、水冷机等附件），占地面积≤1.5 m*3 m。

	2.6.11
	▲CD-SEM复合机台，能够实现CD-SEM模式和SEM模式的无缝切换。

	2.7
	配置要求

	2.7.1
	场发射扫描电子显微镜主机	1台

	2.7.2
	镜筒内二次电子探测器	1个

	2.7.3
	仓室内二次电子探测器	1个

	2.7.4
	嵌入式等离子清洗	1个

	2.7.5
	样品电流探测器	1个

	2.7.6
	样品室红外CCD探测器	1个

	2.7.7
	计算机工作站	1套

	2.7.8
	24英寸显示器	2台

	2.7.9
	CD量测软件	1套

	2.7.10
	水冷机1个

	2.7.11
	空压机1个

	2.7.12
	不间断电源1套（维持时间≥30 min）

	3
	软件功能要求：

	3.1
	配置Windows操作系统，电脑主流配置，满足设备功能运行要求

	3.2
	具备多种自动控制功能，具有电子枪对中、真空控制、亮度与衬度、调焦和像散、动态聚焦、倾斜补偿等功能

	3.3
	具备自动漂移矫正补偿成像功能

	3.4
	图像记录系统：单张图片存储分辨率≥30 k*20 k像素，图像显示≥1024*768像素，图像记录格式TIFF、BMP、JPEG可选；

	3.5
	▲可升级光电关联接口，升级光电关联后在光学显微镜下观察的感兴趣区域可通过自动重定位功能在电镜中直接找到此感兴趣区域，可一次性同时导入大量不同照片，不需要任何比对，点击光镜图片可在电镜下自动到对应的光镜观察区域。

	4
	开标后须提供的资料

	4.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	4.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	5
	供货时提供的资料要求

	5.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	5.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	5.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	5.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	5.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	5.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）



	序号
	4.芯片结构高精度检测仪采购需求

	1
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	▲进口设备

	1.2
	适用范围：用于评估材料表面台阶高度、体积、曲率半径、粗糙度、角度，以及更清晰的三维测量及检测，可满足制造工艺、管控产品的质量，实现材料表面三维型貌表征还原。

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	★测量技术：单个测量头融合多种微纳3D光学测量技术：无震动共聚焦技术，白光干涉CSI技术，相位差干涉PSI技术，AI多焦面叠加技术、膜厚测量技术等。

	2.2
	★相机参数：500万像素的超高清CCD，矩阵≥2448*2048像素，最大帧率≥180 FPS。

	2.3
	★照明光源：配备多种照明光源，白色复合光、红色、蓝色、绿色单波长光源；综合点亮寿命≥20万小时。

	2.4
	▲观测模式：可实现真彩测量和彩色实时观察，支持明场、暗场、HDR明场、共聚焦模式/共聚焦狭缝。

	2.5
	台阶高度测量精度：≤0.5%。

	2.6
	▲台阶高度测量重复性：≤0.1%，设备需具备ISO-25178-700测量模块用于校正符合ISO-25178-700标准中规定的系数α（Correction）参数，并提供E（Error），σ（STD Dev）指标的现场技术方案（使用具备PTB证书的20 μm标准台阶高度块）。

	2.7
	平面度偏差：≤20 nm。

	2.8
	显示分辨率：≤0.001 nm。

	2.9
	横向XY解析度：≤0.16 μm。

	2.10
	电动载物台行程：≥150 mm*150 mm。

	2.11
	▲纵向扫描速度：≥1500 μm/s。

	2.12
	RMS重复性：≤0.007 nm。

	2.13
	最大样品高度：≥150 mm。

	2.14
	Z轴电动行程：≥40 mm。

	2.15
	支持样品斜率表面：≥86°。

	2.16
	▲旋转转盘：电动控制，能同时搭载6颗物镜并齐焦。

	2.17
	支持图像预览及拼接功能：支持最大175*175张拼接。

	2.18
	水平倾斜台角度范围：≥±5°。

	2.19
	配置自主3D分析软件（非第三方），支持PDF，DAT，TXT，X3P，STL等三维格式的导出。

	2.20
	3D分析软件支持尺寸，深度，高度，体积量测，可一键分析面粗糙度ISO25178，线粗糙度ISO4287，平面度ISO12781等参数。

	2.21
	★防震系统：搭载高性能主动式电磁防震系统（隔震性能优于：＞5 Hz= 25 dB (94.4%);＞10 Hz=40 dB (99.0%)）。

	2.22
	▲物镜配置：至少满足以下要求：
5x共聚焦物镜：5x  0.15NA  20WD
10x干涉物镜：Objective Mirau 10x 0.28 NA  8.0 WD
20x共聚焦物镜：Objective 20x 0.45 NA  3.0 WD
50x共聚焦物镜：Objective 50x 0.8 NA  1 WD
50x干涉物镜：Mirau 50x 0.5 NA  3.6 WD
100x共聚焦物镜：100x 0.9 NA  1 WD

	2.23
	配置要求

	2.23.1
	3D显微镜测头一台包含传感器头(电动旋转鼻轮)和电子控制器、电脑、显示器、键盘鼠标）

	2.23.2
	可调节支架(适用样品高度0-150 mm)

	2.23.3
	6寸电动载物平台

	2.23.4
	6寸平台盖板
倾斜装置

	2.23.5
	5x共聚焦物镜：5x 0.15NA  20WD

	2.23.6
	10x干涉物镜：Objective Mirau 10x 0.28NA  8.0WD

	2.23.7
	20x共聚焦物镜：Objective 20x 0.45NA  3.0WD

	2.23.8
	50x共聚焦物镜：Objective 50x 0.8NA  1WD

	2.23.9
	50x干涉物镜：Mirau 50x 0.5NA  3.6WD 

	2.23.10
	100x共聚焦物镜：100x 0.9NA  1WD

	2.23.11
	测量软件及分析软件

	2.23.12
	图像拼接模块

	2.23.13
	主动式防震装置

	2.23.14
	说明书，培训资料一套。

	3
	开标后须提供的资料

	3.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	3.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	4
	供货时提供的资料要求

	4.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	4.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	4.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	4.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	4.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	4.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）



	序号
	5.高频矢量信号发生器采购需求

	一
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	▲进口设备

	1.2
	适用范围：适用范围主要围绕生成高质量、高复杂度、宽频带的射频/微波调制信号，作为各类无线接收设备和射频组件研发验证中的核心激励源。可作为通用射频源，为滤波器、放大器、混频器、射频芯片等组件提供单音、多音或宽带的射频输入信号，用于基础的频响、增益、损耗及线性度测试。利用其高输出功率和多信号叠加能力，可模拟真实无线环境中的有用信号、邻道干扰、阻塞干扰、互调干扰等场景。用于测试接收机的灵敏度、邻道选择性、阻塞特性、最大输入电平耐受等通用接收机性能指标。适合作为基准的高保真信号源，用于验证高精度测量设备、低噪声接收机、高精度ADC以及功率放大器的数字预失真（DPD）算法开发等。

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	★1.单台主机频率范围：100 kHz ～ 67 GHz（可超频使用到72 GHz）；
▲2.频率分辨率：≤0.001 Hz；
▲3.频率误差：≤ 1* 10–8；
4.频率设置时间：≤ 1.7 ms（spec.）；
5.输出功率电平范围：
5.1 -120 dBm至+15 dBm（3 MHz 到16 GHz）；
5.2 -120 dBm至+13 dBm（16 GHz到33 GHz）；
5.3 -115 dBm至+10 dBm（33 GHz到67 GHz）；
★6.功率电平误差：≤1.2 dB（功率电平≥–90 dB）
▲7.电平设置时间：≤1.2 ms（spec.）；
8.单边带相位噪声（spec.）：
▲8.1 ≤ -134 dBc/Hz @ f = 20 MHz & 20 kHz频偏；
8.2 ≤ -134 dBc/Hz @ f = 1 GHz & 20 kHz频偏； 
▲8.3 ≤ -114 dBc/Hz @ f = 10 GHz & 20 kHz频偏；
8.4 ≤ -102 dBc/Hz @ f = 40 GHz & 20 kHz频偏；
8.5 ≤ -94 dBc/Hz @ f = 67 GHz & 20 kHz频偏；
9.谐波（保证值）：≤-55 dBc(f≥3.5 GHz)；
10.非谐波（保证值）：≤-47 dBc（f≤67 GHz）；
11.次谐波（保证值）：≤-50 dBc（f≤67 GHz）；
12.宽带噪声（保证值）：≤–130 dBc;
▲13.内置内部和外部调制信号带宽：≥500 MHz，支持软件升级到2 GHz；
★14. 2 GHz内部调制带内平坦度：≤1dB（spec.），≤0.4dB（meas.）；
15.内部存储空间：≥256 M Samples;
16.基带无杂散动态范围：≥55 dB。

	3
	软件功能要求：

	3.1
	无需联网

	4
	开标后须提供的资料

	4.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	4.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	5
	供货时提供的资料要求

	5.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	5.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	5.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	5.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	5.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	5.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）




	序号
	6.集成芯片测试设备采购需求

	一
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	▲进口设备

	1.2
	适用范围：主要适用范围集中在高灵活性、高并行度、射频及混合信号的测试场景，如混合信号与复杂SoC芯片验证。包括MCU（单片机）、ADC/DAC、电源管理芯片（PMIC）、驱动芯片等。系统可同时插入高精度源测量单元（SMU）测模拟参数，和数字图案仪器（Digital Pattern Instrument）测数字协议，实现芯片的全功能验证（Functional Verification）和特性分析。射频与无线连接芯片（RFIC）测试，能处理复杂的调制信号，适合RF参数（EVM、ACP等）及功能性生产测试，常被RFIC厂商用来替代或部分替代昂贵的传统ATE机台。
新型半导体与高并行阵列测试，针对第三代半导体（SiC/GaN）、存储芯片（RRAM/MRAM）、新型2D材料器件等。利用PXI的高通道扩展能力（单个机箱可达数百通道SMU），可进行多通道并行I-V扫描或超短脉冲测试，大幅提升阵列器件的表征效率。

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	★1.整套系统总线方式为PXI Express，处理器性能：不低于八核处理器，最大系统带宽：≥24 GB/s，系统预留空闲插槽数：≥7个，不低于82 W的电源和冷却功能，内置10 MHz PXI参考时钟，时钟精度不低于±25 ppm，带高精度定时和同步选项；
2.内存及存储：内存≥16 GB，可最大扩展到32 GB，存储不小于500 G SSD；
▲3.不低于24通道高精度和高密度源测量单元，每通道均支持不低于24 V电压测试范围，每通道均支持不低于10 pA电流灵敏度，支持四象限运行，每个通道集成4线感应功能以提升测试精度；
▲4.每通道至少支持±24V电压测量和输出量程范围，0.1 Hz～10 Hz分辨率和不低于200 μV噪声。每通道最大功率≥1.2 W，稳定时间≤500 μs，瞬态响应时间≤100 μs,宽带源噪声≤15 mV RMS；
5.每通道电流测量和输出有多种不同量程可选以满足不同测试场景，最小量程不大于1 μA，分辨率和噪声≤10 pA，最大量程不小于50 mA，分辨率和噪声≤500 nA；
▲6.每通道采样率≥100 kS/s，每通道更新率≥40 kS/s，单通道最高更新率≥100 kS/s；
7.输入触发到源事件延迟≤8.5 μs，输入触发到源时间抖动≤1.7 μs，输入触发到测量事件抖动≤1.7 μs；
▲8.不少于2张高速任意波形发生器模块，每张不少于2通道，最大带宽≥40 MHz，最高输出电压≥12 V；
9.任意波形发生器DAC分辨率≥16位，更新率≥800 MS/s。支持对任意波形发生器脚本编辑；
▲10.高密度矩阵开关模块，用于支撑512*512二维材料器件大规模阵列测试。行数≥144，列数≥1152；
★11. 开关带宽≥30 MHz，扫描速率≥2000周期/s；
12.以上功能模块均支持虚拟仪器软件开发，提供基于虚拟仪器软件的测试程序；
▲13.测试软件需求：512*512的测试阵列中一个或多个测试点，串行测试或者同行不同列的并行测试策略，以及针对每个测试点的多套仪器通道配置类型；并执行对应的矩阵开关连接和切换。软件中需要能够正确处理在Drain侧跨越多个矩阵开关的并行配置，以及物理上多个矩阵开关行输入共享同一个任意波形发生器通道的连接方式；手动Python函数调用面板：调用指定的python函数并传入配置的参数以及当前选择的测试点连接状态。

	3
	软件功能要求：

	3.1
	无需联网

	4
	开标后须提供的资料

	4.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	4.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	5
	供货时提供的资料要求

	5.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	5.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	5.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	5.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	5.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	5.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）




	序号
	7.材料物性表征系统采购需求

	一
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	▲进口设备

	1.2
	适用范围：主要适用于材料的分子结构、化学键、晶体结构及内应力/应变的非接触、无损伤定性或定量分析。
每种物质都有其独特的拉曼“指纹”峰，可用于快速区分不同材料（如碳材料中区分石墨、金刚石、石墨烯、碳纳米管；或区分多晶硅与非晶硅）。能够识别同一化学成分下的不同晶体结构（如TiO₂的锐钛矿、金红石、板钛矿相；或Si的晶体硅与多晶硅）。拉曼频移（Peak Shift）对应力非常敏感。在半导体工艺中，广泛用于绘制晶圆或器件结构（如STI浅沟槽隔离、SiN薄膜）的应力分布图，判断工艺引入的拉伸/压应力大小。通过峰形的对称性、半高宽（FWHM）和有无非晶包络，判断材料的结晶质量、缺陷密度或非晶化程度。对层状材料（如2D材料MoS₂、WS₂、石墨烯），拉曼特征峰的间距和强度比与层数密切相关，可快速判断单层或多层结构。

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	1.激发光源：
1.1 532 nm单频激光器，功率≥30 mW；
★1.2内置激光功率计，软件控制并实时显示样品表面功率，调节精度≥0.1 mW，调节≥300级；
1.3不同激发波长采用独立的，按波长独立优化的激光入射光路，以保证每个波长均有最优的通光效率，避免互相影响。
[bookmark: _Hlk216790845]2.光谱仪与检测器系统：
2.1光谱仪焦长：≥600 mm；
2.2同时配备三块光栅，300，600及1800刻线，可实现软件控制全自动切换，无需手动更换光栅，单窗口可覆盖（100-3800 cm-1）；
2.3高灵敏度光谱仪，光谱仪内无任何反射镜损耗信号；
2.4光谱检测器：采用高端低噪音大尺寸CCD，峰值量子效率≥90%；
3.共聚焦拉曼/荧光成像：
3.1真实针孔共聚焦系统：为了获得最佳的共聚焦效应，系统采用真正的针孔共聚焦，而非狭缝式的赝共聚焦；
3.2快速（积分时间≤10 ms）实时监测拉曼光谱，优化实验参数；
3.3可实现拉曼信号自动聚焦；
3.4快速成像：全光谱成像，单窗口（100-3800 cm-1）大光谱范围采集，时间可≤10毫秒；
3.5同一测试条件下具有以下性能，（532 nm激发、1800刻线光栅、50 μm共焦孔径）：
3.5-1光谱分辨率：≤1 cm-1；
3.5-2光谱重复性：≤0.02 cm-1；检测标准：在日常实验条件下，使用单晶硅，采用532 nm激发及100x物镜，重复100次，观察硅520 cm-1拉曼峰位置的可重复性
▲3.5-3横向（XY方向）光学空间分辨率：使用100倍干物镜和共聚焦孔不小于50 μm时，拉曼成像横向光学分辨率：≤350 nm@532 nm，越高越好；检测条件：以直径不超过50 nm的一维纳米材料为样品(石墨烯完美边缘也可以，光栅样品不可接受），以100 nm为步长沿垂直纳米材料方向做拉曼线扫描，获得纳米材料拉曼强度的空间分布曲线，其强度变化曲线的半峰宽即为拉曼成像横向光学分辨率；
▲3.5-4纵向（Z方向）空间分辨率：使用100倍干物镜和共聚焦孔不小于50 μm时，拉曼成像纵向光学分辨率：≤950 nm@532 nm，越高越好；检测条件：以Si为样品，以100 nm为步长沿Z轴方向做拉曼线扫描，使用100x物镜，获得Si峰拉曼强度的空间分布曲线为高斯对称曲线，其强度变化曲线的半峰宽即为拉曼成像纵向光学分辨率；
★3.5-5共聚焦高灵敏度：横向空间分辨率好于350 nm条件下，能清晰地观察到硅的四阶拉曼峰，其中硅的三阶拉曼峰（约1440 cm-1）信噪比好于25:1，N2和O2拉曼峰不高于硅的四阶拉曼峰高度；检测标准：使用单晶硅片，激光波长532 nm，激光功率不超过10.0 mW，共聚焦针孔直径≤50 μm，积分时间60秒，累积5次，显微镜镜头为50x或100x。
3.6可实现光致发光光谱及成像的测量；
4.研究级共聚焦光学显微镜：
4.1研究级开放式显微镜，样品台可承重≥5 kg；
4.2光学显微镜采用科勒照明方式，确保白光反射光谱及其成像测试；
4.3全自动光阑开关，可一键式快速聚焦样品表面；
4.4具有景深合成功能；
4.5配置可旋转白光偏振片，含激发偏振；
4.6系统配有大范围全自动12寸机械平台：全自动机械平台≥350 mm*300 mm，最小步长100 nm；
★4.7高精度自动Z轴电机，要求移动范围：≥10 mm，最小步长的精度≤100 nm；
▲4.8可采集微区白光反射光谱，白光光谱横向空间分辨率：≤400 nm；检测标准：以石墨烯完美边缘为样品，以100 nm为步长沿垂直边缘方向做白光反射谱的线扫描，获得反射谱强度的空间分布曲线，其强度变化的带边宽即为白光横向光学空间分辨率。
4.9配备物镜：10倍物镜、50倍物镜、100倍物镜（工作距离≥1 mm）和50倍长焦物镜各一个；
4.10全自动物镜塔轮；
5.激光雷达粗糙样品表面实时追踪聚焦系统：
▲5.1具有毫秒级的实时聚焦快速反馈系统；
5.2具有样品观察模式和拉曼成像模式的实时快速反馈；
5.3具有硬件反馈系统和软件功能；
5.4一次性同时实现样品表面轮廓和拉曼成像的快速扫描；
5.5表面轮廓空间分辨率，Z轴≤100 nm。
6.二次谐波成像附件（SHG），包含1064nm脉冲激光器，功率200 mW，成像空间分辨率500 nm；
6.1 1064 nm优化光纤耦合系统，无反射镜影响光路稳定；
6.2配置1064 nm优化滤光片；
6.3 1064 nm脉冲激光器，功率≥200 mW，功率软件控制可调；
▲6.4二次谐波成像空间分辨率≤500 nm；
7.全自动偏振附件，包含：
7.1激发宽波段线偏振片（1/2波片），范围：310-1100 nm，旋转精度：0.5度；
7.2激发宽波段圆偏振波片1/4波片，范围：310-1100 nm，旋转精度：0.5度；
7.3拉曼收集光路偏振片（宽谱段350-1600 nm），旋转精度：1度。
8.光电流成像附件，包含：
8.1.光电流激发光路模块，快速A/D转换器
8.2光电流源表
▲8.3光电流空间分辨率≤500 nm
9.外接光纤光源，包含：
▲9.1外接光纤光源耦合器，外接光纤输出光源范围：350-1100 nm
9.2光纤激光器
10.气浮光学平台：1.5 m*1.2 m
11.图像坐标导航管理功能软件
▲11.1坐标管理功能，可以完成不同显微系统（包括SEM/AFM/各种光学显微镜等）中坐标的转换和耦合；
11.2图像校准功能，用于校准样品在不同显微系统获得的图像，包括图像长宽比及旋转等；
11.3图像叠加功能，不同显微系统获得图像结果叠加显示，便于样品分析。
▲11.4两台仪器无需刚性耦合，无需特殊标记样品台耗材，即可实现共定位测试
12.自定义工作流模块：
▲12.1可自定义测试内容，完成自动化流程测试，包括拍照、单光谱、成像等；
12.2可对同类样品进行标准化测试流程设定，同类样品自动调用并完成同测试条件及测试内容；
12.3可实现自动多区域成像测试，一次设置，测试过程中无需干预；
13.高级数据处理软件
13.1包括多变量分析功能，PCA，NMF和团簇分析等功能
13.2可以处理2D和3D数据功能
13.3具有多种高级数学算法
14.控制系统：至少27寸LCD显示器。Windows下光谱专业软件-包括仪器控制，拉曼/荧光成像数据采集、计算和处理及曲线拟合，快速生成拉曼图像及图像计算，化学成分分析等各项功能；数据分析软件可任意安装在多台电脑上。

	3
	软件功能要求：

	3.1
	无需联网

	4
	开标后须提供的资料

	4.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	4.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	5
	供货时提供的资料要求

	5.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	5.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	5.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	5.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	5.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	5.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）




	序号
	8.晶圆级光学显微镜采购需求

	一
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	▲进口设备

	1.2
	适用范围：晶圆级光学显微镜主要适用于微米级（μm）尺度的晶圆表面检测、缺陷复查及关键尺寸测量，是半导体前道制程中不可或缺的常规检测工具。表面缺陷：识别并定位晶圆表面的颗粒（Particles）、划痕、残留物、污渍等。结构形貌：观察光刻胶图形、刻蚀后的沟槽形状、薄膜沉积的均匀性以及凸点（Bump）的共面性和塌陷情况。关键尺寸（CD）测量：配合图像分析软件，可进行线宽、孔径、节距等二维几何尺寸的粗略测量（高精度测量通常需使用CD-SEM）。适用于未切割的完整晶圆（如8英寸、12英寸）或切割后的芯片晶粒（Die）。支持明场（Bright Field）成像（依靠反射光强度差异，适合看表面图案和台阶）和暗场（Dark Field）成像（依靠散射光，特别敏感于微小颗粒和划痕，背景较暗）。

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	▲1.显微镜主机反射光专用主机，结构稳固，兼容明场、暗场及偏光。
▲2.照明系统高亮度长寿命白光LED光源，亮度可调。集成反射光照明器，支持明场（BF）与暗场（DF）快速切换。
3.目镜超宽视野平场目镜，倍率10x，视场数≥22 mm。
▲4.调焦行程≥25 mm，最小微调刻度≤1 μm；
具有调焦上限保护机构、粗调旋钮张力调节机构；
★5.物镜（核心）均为明暗场通用半复消色差金相物镜，需满足以下规格：
5倍：数值孔径N.A.≥0.15，工作距离W.D.≥12 mm
10倍：数值孔径N.A.≥0.30，工作距离W.D.≥6.5 mm
20倍：数值孔径N.A.≥0.45，工作距离W.D.≥3.0 mm
50倍：数值孔径N.A.≥0.80，工作距离W.D.≥1.0 mm
100倍：数值孔径N.A.≥0.90，工作距离W.D.≥1.0 mm
6.载物台右手控制低位置同轴机械载物台，行程不小于52 mm(X)*76 mm(Y)，配金属载物台板
▲7.数字图像系统配置高性能工业级彩色CMOS或CCD相机，分辨率不低于500万像素，帧率≥30 fps。
8.配套专业金相分析软件，软件须包含但不限于以下功能：
8.1几何测量：长度、角度、面积、周长等。
8.2图像处理：调整、增强、滤波、分割等。
8.3报告输出：定倍打印、自定义报告模板、批量标注。
▲8.4高级功能：实时景深扩展（EFI）、实时大视野图像拼接（MIA）、三维表面形貌显示（3DView）、目标颗粒自动寻边与统计分析（ATE）。

	3
	软件功能要求：

	3.1
	无需联网

	4
	开标后须提供的资料

	4.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	4.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	5
	供货时提供的资料要求

	5.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	5.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	5.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	5.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	5.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	5.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）



























	序号
	9.晶圆级原子力显微镜采购需求

	一
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	▲进口设备

	1.2
	适用范围：晶圆级原子力显微镜（Wafer-level AFM）主要适用于纳米级（nm）至亚纳米级的表面形貌表征、三维轮廓测量及极薄薄膜的厚度分析，是对光学显微镜和电子显微镜的重要补充。3D形貌与粗糙度：精确测量CMP（化学机械抛光）后的表面平整度、沟槽或通孔（Via/Trench）的深度、侧壁角度和底部形貌。
微机电系统（MEMS）：测量MEMS结构中的悬臂梁、膜片的高度、偏转量及表面应力。存储器件：分析HDD介质、3D NAND通道孔的深度轮廓或MRAM器件的磁性隧道结形貌。非破坏性测量：无需像SEM那样通常要求喷金导电处理，可直接测量绝缘体、聚合物、生物芯片等非金属材料的表面。具备大行程的精密舞台，可直接承载200 mm或300 mm完整晶圆。支持自动对准晶圆缺口（Notch/Flat），并能根据预设的坐标地图（Map）自动移动探针到晶圆的特定Die或结构上进行定点测量。

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	1.工作模式：至少包含轻敲模式、接触模式、横向力显微镜、磁场力显微镜、压电力显微镜、矢量压电力显微镜、静电力显微镜、扫描开尔文显微镜模式、力曲线测试、纳米刻蚀、纳米操纵、高次谐波成像模式。
2.扫描器：
▲2.1扫描器是X、Y、Z三轴分离的扫描器，X、Y、Z三个驱动轴严格正交；三轴闭环控制，X、Y方向为样品扫描，Z方向为探针扫描，消除了传统扫描过程中由扫描器带动探针进行X、Y、Z三个方向移动带来的耦合弯曲效应。
★2.2 X,Y方向的扫描范围≥100 μm，Z方向≥10 μm；
2.3扫描器闭环噪声：X,Y轴闭环噪声≤150 pm（Adev,1 Hz到1 kHz带宽）；Z轴闭环噪声≤35 pm（Adev,1 Hz到1 kHz带宽）；
▲2.4系统高度噪声(探针接触样品表面)≤25 pm（Adev，1 Hz到1 kHz带宽）；
3.扫描速度：在轻敲模式时保证正常稳定成像的前提下：
3.1高度不低于100 nm的光栅样品，1 μm范围扫描时，像素点至少256*256，最高扫描成像速度≥40 Hz。
▲3.2高度不低于200 nm的光栅样品，80 μm大范围扫描时，像素点至少256*256，最高扫描成像速度≥10 Hz（需完整采集trace和retrace形貌数据）。
4.控制器：
4.1三个全数字双频锁相放大器。其中2个为工作在20 MHz的双频率数字积分锁相放大器；
4.2控制精度：控制器应至少有10个24位和5个16位的数模转换器DAC，8个16位和6个18位模数转换器ADC。
4.3开放的BNC信号接口，用户可通过开放接口提取或控制系统，可与其他设备信号交换。
5.防震隔音系统：一体化防震隔音系统，保证AFM系统正常工作；
6.光学系统：
★6.1光电检测器最大带宽≥30 MHz;
6.2单视野最大范围≥0.9 mm*1.2 mm，软件控制聚焦及缩放；光学分辨率≤1.5 μm，计算机控制照明，彩色CCD摄像头。
▲6.3具有侧视光路系统，可视化的观察探针接近样品表面的过程，减少误操作撞针的风险。
7.自动化控制：
▲7.1操作软件控制检测激光点位置，通过点击鼠标即可将探测激光定位到探针悬臂上，无需手动旋钮调节；
▲7.2设备通过软件控制马达驱动光电检测器(PD)自动归零，无需手动旋钮调节。
7.3软件自动进针、智能扫描。
7.4具有预装探针功能：探针快速安装设计，可以手持式安装，无需借助任何辅助工具。
▲8.操作软件：具有中文界面的操作软件；操作软件免费升级且源代码开放、AFM系统内部信号图开放。
▲9压电力显微镜模式：具有单频压电力显微镜和双频共振追踪压电力显微镜模式。双频共振追踪模式中，同时在共振峰的两侧施加两个振动频率以实时地追踪共振频率的变化，最高测试电压≥10 V。
10.样品台：
▲10.1马达驱动的自动化真空样品台直径≥200 mm；可放置最大样品高度≥35 mm。
▲10.2电动马达样品台移动范围：不小于200 mm*300 mm，样品台最大移动速度：≥40 mm/s。
10.3样品台支持真空吸附的功能，同时支持不少于8个磁性安装点。
11.智能扫描模式：用户只需选择扫描范围和扫描线束，系统就能够在扫描过程中自动调节“setpoint值”“电路增益”和“扫描线速度”等关键参数，进行高分辨成像。
12.智能编程模式：具有可视化编程模式，能够通过拖拽图标(而非传统编程)模式，实现自定义的扫描模式。
▲13.智能探针校准：软件仅通过热噪声法即可标定探针的弹性系数和光杆杠灵敏度，整个过程探针不需要接触基底。
▲14.导电原子力显微镜模式：该模式能够实现电流成像和I/V曲线测试，并能够通过一次扫描同时获得样品的导电测试和PFM测试，精确实时地测量PFM畴壁的导电性能。电流测试范围：1 pA-20 nA
▲15.扫描电容成像模式：利用射频信号直接探测样品表面的电容变化，能够测试氧化物半导体、金属以及绝缘体样品；测量电容灵敏度≤1 aF，最大扫描线速度≥10 Hz
16.产品配置要求
16.1原子力显微镜主机1套
16.2 一体式隔音减震装置1套
16.3控制器1套
16.4 工作站1套

	3
	软件功能要求：

	3.1
	无需联网

	4
	开标后须提供的资料

	4.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	4.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	5
	供货时提供的资料要求

	5.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	5.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	5.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	5.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	5.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	5.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）











	序号
	10.室温半自动探针台（8英寸）采购需求

	一
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	▲进口设备

	1.2
	适用范围：室温半自动探针台（8英寸/200 mm）主要适用于8英寸及以下晶圆​在常温环境下的晶圆级电性参数测试、研发验证及小批量工程分析。它在操作灵活性和测试效率之间取得了平衡，是连接早期手工打线/手动探针与最终全自动化量产测试之间的核心过渡设备。
主要承载200 mm（8英寸）晶圆，通常也向下兼容6英寸、4英寸等更小尺寸的晶圆或破碎的碎片（Partial wafer）。参数测试（Parametric Test / WAT）：配合半导体参数分析仪（SPA），进行直流（DC）-IV、直流（DC）-CV、脉冲IV（Pulsed-IV）测试，测量阈值电压（Vth）、漏电流、击穿电压（BV）、电容特性等。

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	1.工作模式：
▲1.1半自动操作方式，支持200 mm和以下尺寸晶圆wafer map创建，进行自动步进测试。
▲1.2同时支持手动操作模式，载物台可以100%从微腔体中抽出，机台侧方手杆控制Platen升降，机台前方旋钮控制载物台移动。
2.显微镜：高清数字显微镜，放大倍率大于1000倍。支持自动变焦、物镜防撞、物镜倍率自识别功能。
3.机械精度：
★3.1载物台底座XY移动范围≥200 mm*200 mm,分辨率≤0.2 μm，精度≤2 μm。
▲3.2载物台底座Z移动范围≥35 mm，分辨率≤1 μm。
▲3.3载物台底座θ移动范围≥7.5°,分辨率≤0.5 μm，精度≤2 μm。
★4.电性测量精度：载物台漏电≤10 fA，探针漏电≤1 fA。
▲5.附件配置要求：含6套电动针座，XYZ行程≥12 mm*12 mm *12 mm，分辨率0.1 μm。含3盒开尔文探针，12条三轴低漏电线缆。配备双24英寸电脑显示屏；设备集成一体式防震台。

	3
	软件功能要求：

	3.1
	无需联网

	4
	开标后须提供的资料

	4.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	4.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	5
	供货时提供的资料要求

	5.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	5.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	5.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	5.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	5.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	5.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）

































	序号
	11.晶圆级芯片电学测量系统采购需求

	一
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	▲进口设备

	1.2
	适用范围：主要适用于半导体研发（R&D）、工艺开发及质量验证环节中的精确电学参数测试，尤其擅长晶圆级（On-wafer）的微弱信号与复杂特性分析。可用于测试CMOS/先进晶体管的阈值电压（Vth）、迁移率、亚阈值摆幅（SS）、DIBL、栅漏电流等，支持FinFET、纳米片晶体管等先进制程器件。
存储器的DRAM、Flash、MRAM、RRAM的读写窗口、循环读写能力、保持特性及电荷泵测试。无源元件与材料的电阻、二极管、传感器、太阳能电池以及新型二维材料/纳米器件的电学性能表征。

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	★1.半导体器件参数分析仪主机具有≥9个可用插槽模块，用于安装升级测量
模块；半导体器件参数分析仪主机具有≥6个高分辨率测试单元，≥1个超快
速脉冲和瞬态IV测量模块，≥1个脉冲生成模块和≥1个电容测试单元。
2.高分辨率测试单元
2.1电压范围：至少覆盖±100 V。
2.2电流范围：至少覆盖±100 mA。
▲2.3电流测量分辨率：≤1 fA。
▲2.4电压最小测量分辨率：≤0.6 μV。
★2.5至少具备测量宽度≥500 μs的脉冲测试的功能。
3.超快速脉冲和瞬态IV测量模块
▲3.1峰值输出：≥10 V。
3.2脉冲生成模块
3.3支持输出电压≥40 V
4.电容测试单元
▲4.1至少具备C-V参数分析的功能。
▲4.2电容测试频率范围：至少覆盖1 kHz～5 MHz。
▲4.3频率精度：≤±0.1%。
5矩阵开关主机
5.1至少具备≥12路通道切换的功能，后续可扩展≥48路通道切换。
▲5.2矩阵开关测量分辨率：≤10 fA。
6软件功能
6.1主机需要自带控制软件具备设置分析仪的功能，具有图形显示和自动分析
功能，至少具备生成数据并导入Excel或其他格式进行分析和报告的功能。
6.2至少具备观测单位周期内信号时域波形的功能。
7配置要求
半导体参数分析仪主机1台
高分辨率测试单元6套
超快速脉冲和瞬态IV测量模块1套
电容测试单元1套
矩阵开关主机1台
矩阵开关板卡1块

	3
	软件功能要求：

	3.1
	无需联网

	4
	开标后须提供的资料

	4.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	4.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	5
	供货时提供的资料要求

	5.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	5.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	5.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	5.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	5.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	5.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）





















	序号
	12.室温射频探针台采购需求

	一
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	▲进口设备

	1.2
	适用范围：探针台系统主要用于集成电路（ICs）、半导体器件（MOS/FET）、微电子机械系统（MEMS）、高频信号分析等的功能描述、测试与分析。在配置超低漏电流针尖，实现低漏电流量测、脉冲量测、电容性量测、建模特性、失效分析、光电分析等电性分析。要求设备结构设计合理，设备静态、动态、升降温稳定性好，采用先进技术，保证系统具有良好的定位和测量精度。设备使用、操作、维修方便且安全性高

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	★1.1镀镍表面，可装载8英寸以内样品，向下兼容6寸、4寸晶圆，最小可支持4 mm*4 mm及以下的单颗器件，具备手动切换吸附范围
★1.2样品台X/Y全移动范围≥240 mm*315 mm，样品台X/Y精调移动范围≥25 mm*25 mm
1.3微调角度±5°
1.4方便、无风险样品装载，具备隔震设计
▲1.5配备2个独立的陶瓷载台，均配备独立真空吸附孔
▲1.6样品台具备锁定功能，并提供LED警灯提示，防止误操作
▲1.7针座平台具备三挡一键抬起设置：扎针(0)，分离(300 μm)，和架针(3 mm)，搭配微调抬杆50、100、150三档可切换
1.8针座平台具备最多装载10路直流针座或者4路射频针座摆放
▲1.9针座平台具备微调旋钮，行程20 mm
▲1.10显微镜移动基座：XY行程50 mm*50 mm，具备90度翻转功能，增大操作空间，方便操作
▲1.11光学变焦范围：1.25x-15.0x，工作距离≥46 mm
1.12配备4K高清影像系统
1.13配≥21英寸显示器1个
2微型探针定位器和测试头部
2.1直流探针座≥4套
2.2直流探针座X/Y/Z移动范围≥13 mm*13 mm*13 mm，精度≤3 μm
2.3配测试用直流探针25根，使用温度范围：-60℃至300℃
2.4高频探针座≥2套
2.5高频探针座X/Y/Z移动范围≥13 mm*13 mm*13 mm，精度≤3 μm
▲2.6具备射频调平支架至少2套，可用于探针装载以及水平调节功能
▲2.7具备高频信号输入接口，直流（DC）~ 67 GHz频率，接口类型1.85 mm，满足GSG信号，直流电压范围≤100 V，直流电流范围≤1 A
2.8具备射频信号校准基片1片，满足直流（DC）~ 67 GHz信号校准，兼容110 GHz，具备调平基片1片
2.9射频信号线缆2根，频率范围直流（DC）~67 GHz，长度1.2 m
2.10真空泵组1套，真空度≤0.066 MPa
3防震平台
3.1尺寸：≥800 mm*800 mm*800 mm
3.2气浮式设计，最大承重350 kg
3.3具备扶手设计和显示器万向支架
4.配置要求
室温射频探针台主机一套
单筒显微镜1套
影像系统1个
显示器1个
室温射频载物台一套
直流探针座4套
直流针杆4套
直流探针1盒
射频探针座2套
射频支臂2套
射频探针67 GHz，2根，
校准片1片
调平基片1片
射频线缆2根
防震平台1套

	3
	软件功能要求：

	3.1
	无需联网

	4
	开标后须提供的资料

	4.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	4.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	5
	供货时提供的资料要求

	5.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	5.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	5.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	5.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	5.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	5.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）



	序号
	13.模拟电路综合电学性能测试系统采购需求

	一
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	▲进口设备

	1.2
	适用范围：主要适用于高速、高带宽、射频及复杂调制信号场景下的模拟/混合信号电路综合电学性能测试，填补了普通低频参数分析仪与超高速射频微波仪表之间的空白。HDMI,USB,PCIe,MIPI,LVDS等高速数字/模拟混合接口电路的高速接口与串行协议验证。射频放大器、滤波器、混频器、PLL（锁相环）、雷达发射/接收模块、射频开关等的测试。高精度ADC/DAC驱动电路、运算放大器、LDO/DC-DC转换器、传感器接口电路的调试。

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	1.示波器
▲1.1模拟通道数量：≥4个
★1.2数字通道数量：≥32个
▲1.3ADC位数：≥12-bits
▲1.4采样率：≥50 GS/s
▲1.5底噪：≤8.7 μV(rms)
1.6支持数字下变频（DDC）频谱分析
▲1.7固有抖动≤80 fs
1.8同时测量项≥50个
1.9连续运行模式下的波形捕获率≥500,000 wfm/s
▲1.10赠送无源探头≥4个，无源探头带宽≥1 GHz
▲1.11支持Windows/Linux双系统
1.12无限期无限次的技术支持服务
2任意波形发生器
★2.1最高采样率：支持≥ 25 GS/s采样率
▲2.2可调节采样率范围：1.5 kS/s-25 GS/s
▲2.3上升时间/下降时间：≤22 ps
2.4  9.6 GHz有效RF频率输出
▲2.5模拟输出通道：2个任意波形输出
2.6标记输出通道数量：大于等于8个
▲2.7存储长度：高达2 G样本
2.8 Sin(X)/X滚降：+0.8 dB，-1.5 dB在10 GHz以下时
2.9分辨率（典型值）：10 bit
2.10直观的用户界面，缩短测试时间
▲2.11整机，集成PC，windows系统，支持网络连接，提供内置DVD、可拆卸硬盘、LAN和USB端口
3放大器
3.1.可编程三通道直流电源，输出口3个，最大电压30 V，最大电流5 A

	3
	软件功能要求：

	3.1
	无需联网

	4
	开标后须提供的资料

	4.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	4.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	5
	供货时提供的资料要求

	5.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	5.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	5.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	5.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	5.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	5.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）






	序号
	14.集成电路高低温电学测试系统采购需求

	一
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	▲进口设备

	1.2
	适用范围：该设备主要对器件与材料在高、低温条件下进行电学特性分析，需要利用该设备来实现超导量子器件高低室温下的I-V、C-V等测量功能。升级配置超低漏电流针尖，实现超低漏电流量测、脉冲量测、电容性量测、建模特性、失效分析、光电分析等电性分析。要求设备结构设计合理，设备静态、动态、升降温稳定性好，采用先进技术，保证系统具有良好的定位和测量精度。设备使用、操作、维修方便且安全性高。

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	1.样品台
▲1.1最大8英寸、向下兼容6英寸、4英寸晶圆，最小可支持4 mm*4 mm单颗器件。可单独切换对应真空孔开启和关闭，配备气浮式样品台，拥有单手一键360°全行程快速移动设计，可以无阻力模式下快速把样品粗调到显微镜视野下。
★1.2样品台XY大范围移动≥225 mm*260 mm；精调范围≥25 mm*25 mm，移动分辨率≤1 μm；Z方向移动范围≥5 mm，分辨率≤1 μm，快速升降≥20 mm
1.3样品台T轴微调角度≥±5°
▲1.4针座台具备三挡一键抬起设置：扎针(0),分离(300 μm),和架针(3 mm)，搭配微调抬杆50、100、150三档可切换
▲1.5样品台具备锁定功能，并提供LED警灯提示，防止误操作
1.6支持fA低漏电量量测
1.7显微镜系统支架XY线性轨道，移动距离≥50 mm*50 mm
▲1.8 Z方向气动升降行程≥140 mm，增大操作空间，方便点针观察样品
★1.9光学变焦范围：1.25x-15.0x，工作距离≥46 mm，搭配微调机构。
1.10配备4 K高清影像系统
1.11配≥21英寸显示器1个
1.12针座平台具备最多装载8路直流针座或者4路射频针座加2路直流针座摆放或者4路直流针座加2路射频针座摆放
▲1.13针座平台具备设计冷却恒温气流路设计，可对可靠性有更好恒温作用，避免高低温漂针
2.微型探针定位器和测试头部
2.1探针座≥6套
2.2探针座X/Y/Z移动范围≥13 mm*13 mm*13 mm，精度≤3 μm
2.3配测试用直流探针，25根，使用温度范围：-60℃至300℃
3.变温温控测试仪：
▲3.1 -60℃ 至 200℃，温度精度为≤0.1℃
▲3.2升温速度：25°C 至 200°C≤12 min ；-60°C至25°C≤5 min
▲3.3降温速度：200°C 至 25°C ≤8 min ； 25°C 至 -60°C≤16 min
3.4调温方式：空气冷却/电阻加热器
3.5表面平坦度与底座平行度：≤±12 μm
3.6接头：Kelvin Triax
3.7最小调温单位：0.1℃
3.8载物台表面与接地线间最大承载电压：500 V 直流（DC）
3.9冷却剂：采用厂务干燥无油无水压缩空气
4.微屏蔽腔体
▲4.1 EMI屏蔽≥30 dB@1 kHz 至 1 MHz
▲4.2光衰减≥130 dB
▲4.3光谱噪声基底≤-180 dBVrms/rtHz(≤1 MHz)
▲4.4系统交流电噪声≤5 mVp-p(≤1 GHz)
5.防震平台
5.1尺寸：≥800 mm*800 mm*800 mm
5.2气浮式设计，最大承重350 kg
5.3具备扶手设计和显示器万向支架
6.配置要求
集成电路高低温主机一套
单筒显微镜1套
影像系统1个
显示器1个
高低温载物台一套
直流探针座6套
直流针杆6套
直流探针1盒
防震平台1套

	3
	软件功能要求：

	3.1
	无需联网

	4
	开标后须提供的资料

	4.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	4.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	5
	供货时提供的资料要求

	5.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	5.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	5.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	5.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	5.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	5.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）












































	序号
	15.矢量网络分析仪采购需求

	一
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	▲进口设备

	1.2
	适用范围：适用范围主要集中高动态范围及复杂的非线性/有源器件的综合表征。可进行有源器件非线性与射频性能测试，利用内置的双信号源，可一次性完成增益、回波损耗、噪声系数（无需外接噪声源）、增益压缩点（P1dB）、三阶交调失真（TOI/IP3）及谐波失真测试。可全面表征变频损耗、端口隔离度、本振泄漏、群延时以及在不同LO功率下的转换压缩特性。内置脉冲调制器和发生器，支持窄/宽脉冲测量，是雷达T/R组件、限幅器等不能在连续波下工作的高热器件的首选测试工具。
半导体晶圆级（On-wafer）RFIC/MMIC表征，常与射频探针台联用，对GaN、GaAs、SiGe等工艺制造的射频芯片（MMIC）进行在片S参数、负载牵引（Load-Pull）及大信号网络分析，用于器件建模与工艺验证。

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	▲1.频率范围：10 MHz 至 50 GHz
▲2.当测试频率为49 GHz时，10 Hz中频带宽时，接收机直接接入时测试系统的扩展动态范围≥141 dB
▲3.中频带宽至少包含1Hz~15 MHz
▲4.扫描点数至少包含1~100000
★5.测试系统在50GHz的幅度温度稳定度≤0.03 dB/℃
▲6.幅度迹线噪声(1kHz IFBW):1 GHz到50 GHz：≤0.002 dB
7.测试系统硬件包括大于等于两个内部信号源
8.端口数量：≥4个
9.配套提供两端口电子校准件

	3
	软件功能要求：

	3.1
	无需联网

	4
	开标后须提供的资料

	4.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	4.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	5
	供货时提供的资料要求

	5.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	5.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	5.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	5.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	5.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	5.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）







































	序号
	16.频谱仪采购需求

	一
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	进口设备

	1.2
	适用范围：主要适用于毫米波（mmWave）、超宽带、复杂调制及微弱信号的高端研发与验证测试。能够单次捕获并分析超宽带的信号，无需多次跨频段拼接。可用于测试宽带ADC/DAC、高速光通信模块、射频SoC的调制解调性能。具备实时频谱分析（RTSA）能力，可设置各种触发条件，用于捕获和分析雷达系统中的偶发信号、跳频信号、脉内调制以及电子战环境下的复杂电磁信号具备极低的显示平均噪声电平（DANL，低至-174 dBm/Hz@1 GHz）和高三阶截获点（TOI），非常适合雷达接收机灵敏度测试、带外杂散辐射检测、相位噪声分析等。

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	1.频率范围：2 Hz~75 GHz
2.分析带宽：≥1 GHz
3.二次谐波截止点：+87 dBm@5 GHz到13.25 GHz；+76 dBm@13.25 GHz到25 GHz
4.机械衰减器步进：≤2 dB
5.相位噪声：≤-135 dBc/Hz(中心频率1 GHz，偏移10 kHz)
6.基准频率：10 MHz
7.显示平均噪声电平(DANL)≤-166 dBm@1GHz，-159 dBm@40 GHz(PA on，无噪声校准)
8.总绝对幅度精度≤±0.12 dB@50 MHz
9.具备信道功率、占用带宽、邻道功率(ACP)、功率统计CCDF、突发功率、杂散发射、频谱发射掩模(SEM)、三阶截距(TOI)、谐波失真等测试功能。

	2.2
	随机资料：提供全套用于安装、操作、维护技术文件，提供主机、各功能部件的基本结构和使用说明书，维修保养说明书

	3
	软件功能要求：

	3.1
	无需联网

	4
	开标后须提供的资料

	4.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	4.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	5
	供货时提供的资料要求

	5.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	5.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	5.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	5.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	5.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	5.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）







































	序号
	17.矢量信号发生器采购需求

	一
	货物清单及技术要求

	1
	适用范围或功能概述

	1.1
	进口设备

	1.2
	适用范围：它是无线通信、雷达及卫星领域高端研发测试中用于生成复杂、超宽带、多通道相干射频/毫米波信号的核心激励源，是测试Massive MIMO基站、相控阵雷达（Phased Array Radar）、智能天线的理想信号源。一台机器即可模拟多路发射端口的信号，或者直接生成具备特定相位关系的波束赋形激励信号，大幅简化测试系统搭建。结合PathWave信号生成软件，支持3GPP 5G NR（含FR2毫米波）、LTE-Advanced、Wi-Fi 6E/7等标准信号。特别适用于5G基站一致性测试、载波聚合（Carrier Aggregation），以及数字预失真（DPD）算法的验证。每个通道还能仿真8个虚拟信号，用于模拟复杂的多用户干扰场景。
具备极低的相位噪声和优异的EVM（误差矢量幅度）、ACPR（邻道功率比）性能，即便在大输出功率下也能保持高信号保真度。常用于宽带功率放大器（PA）、射频收发芯片（TRX）、上/下变频器的线性度、失真及调制响应测试。

	2
	技术参数、功能要求

	2.1
	1.频率范围：9 kHz~54 GHz
★2.频率分辨率：≤0.00001 Hz
3.外部参考输入频率包含10 MHz、100 MHz
4.在40 GHz最大输出射频功率≥+16 dBm
▲5.在20 GHz功率误差≤±0.5 dB
6.在20 GHz谐波(Harmonics)≤-55 dBc
7.在10 GHz载波，10 KHz频偏的相位噪声≤-120 dBc/Hz
8.支持矢量信号带宽≥500 MHz
9.波形存储器深度≥256 Msa

	3
	软件功能要求：

	3.1
	无需联网

	4
	开标后须提供的资料

	4.1
	投标人对所提供的全部证明资料的真实性承担法律责任，本项目开标时对所有投标人的证明资料原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标人进行原件核验。

	4.2
	中标人在开标后还应提供投标文件中承诺的设备技术参数相关证明材料（提供产品检测报告或产品说明书或出厂报告或官网截图或宣传彩页等）。如标后无法提供投标文件中相应原件及相关证明材料，或者原件、证明材料与投标承诺不符的，采购人有权拒绝与中标人签订合同，并追究其缔约过失责任，违法违规的报监管部门查处，构成犯罪的依法追究刑事责任。

	5
	供货时提供的资料要求

	5.1
	提供设备电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

	5.2
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单

	5.3
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单

	5.4
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

	5.5
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

	5.6
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）



	18.半导体工艺设备二次配置水电气等系统采购需求

	序号
	设备
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	抗微震系统

	1.1
	结构承重设备平台

	1.1.1
	JGPT-1

	1.型钢结构承重：3000 mm长*1500 mm宽*600 mm高；
2.顶部钢钢板厚度≥5 mm;
3.防锈底漆，环氧树脂面漆；
4.承重≥2吨；
5.底部支腿：8支；
6.带隔振垫
	台
	2
	包含制造、运输、现场搬入、洁净室地板开口、基础安装、洁净室地板的修复与加固

	1.1.2
	JGPT-2
	1.型钢结构承重：1800 mm长*1200 mm宽*600 mm高；
2.顶部钢钢板厚度≥5 mm;
3.防锈底漆，环氧树脂面漆；
4.承重≥1吨；
5.底部支腿：6支；
6.带隔振垫
	台
	1
	包含制造、运输、现场搬入、洁净室地板开口、基础安装、洁净室地板的修复与加固

	1.1.3
	搬运钢板
	1200 mm*3000 mm*3 mm钢板；
除锈并环氧涂层
	张
	5
	设备搬运高架地板防护用，包括制造、运输、现场搬入与移出

	1.2
	气垫式抗微震平台

	1.2.1
	QDKZ-1
（核心产品）
	★1.VC-B级；
▲2.振动速度均方根值（RMS）：≤12.5 μm/s；
3.频率范围：1~80 Hz；
4.尺寸：1800 mm*1200 mm；
★5.最大负载：800 kg
▲6.平台材料：高导磁不锈钢；
7.台面厚度：100 mm；
8.气垫支撑点：4-6点；
9.工作气压：0.4-0.7 MPa;
▲10.垂直方向固有频率：0.5—1.5 Hz；
▲11.水平方向固有频率：0.8—2.0 Hz；
▲12.隔振效率≥90%；
▲13.水平稳定性：±2 nm RMS；
▲14.垂直稳定性：±5 nm RMS；
▲15.振动衰减≥99%
	台
	1
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	1.2.2
	QDKZ-2
	1.VC-B级；
2.振动速度均方根值（RMS）：≤12.5 μm/s；
3.频率范围：1—80 Hz；
4.尺寸：1500 mm*1000 mm；
5.最大负载：500 kg
6.平台材料：高导磁不锈钢；
7.台面厚度：100 mm；
8.气垫支撑点：4-6点；
9.工作气压：0.4-0.7 MPa;
10.垂直方向固有频率：0.5—1.5 Hz；
11.水平方向固有频率：0.8—2.0 Hz；
12.隔振效率≥90%；
13.水平稳定性：±2 nm RMS；
14.垂直稳定性：±5 nm RMS；
15.振动衰减≥99%
	台
	1
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	1.2.3
	QDKZ-3
	1.VC-B级；
2.振动速度均方根值（RMS）：≤12.5 μm/s；
3.频率范围：1—80 Hz；
4.尺寸：800 mm*600 mm；
5.最大负载：200 kg
6.平台材料：高导磁不锈钢；
7.台面厚度：100 mm；
8.气垫支撑点：4-6点；
9.工作气压：0.4-0.7 MPa;
10.垂直方向固有频率：0.5—1.5 Hz；
11.水平方向固有频率：0.8—2.0 Hz；
12.隔振效率≥90%；
13.水平稳定性：±2 nm RMS；
14.垂直稳定性：±5 nm RMS；
15.振动衰减≥99%
	台
	5
	
包含制造、运输、现场搬入、安装

	2
	电磁及噪声屏蔽系统

	2.1
	低噪声微环境Mini-Environment（核心产品）
	1.环境外噪声不大于75 dB(A)；
▲2.环境内噪声≤50 dB(A)；
★3.环境内洁净度100级@0.3 μm；
▲4.环境尺寸：4000 mm长*5000 mm宽*2650 mm高；
▲5.环境设备采用铝合金结构，手动对开双开门，门上带视窗皮带互连。
▲6.环境四周采用5 mm钢化防爆玻璃。
▲7.环境内配照明，铝合金吊顶，及超高效过滤器。
	台
	1
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	2.2
	外置循环风机组Recirculation Unit
	1.风量：≥3000 CMH*2套
；
2.双外转子离心风机；
3.风机全压350 Pa；
4.集成控制系统：
高性能PLC控制，本地计算工作站，对低噪声微环境数字化建模，建模标准采用OPC UA格式，并与PLC联动形成对温度系统波动噪声作预测性控制。
	台
	1
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	3
	电源及接地系统

	3.1
	高次波屏蔽供电柜GCB-P-1
（核心产品）
	★1.主进线柜（一级防护）：2*100 A；
▲2.有源电力滤波器APF；
▲3.总开关+浪涌保护器；
▲4.电能质量监测仪；
▲5.能源管理检测及管理系统；
6. 15寸触摸屏显示
	台
	1
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	3.2
	高次波屏蔽供电柜GCB-P-2
	1.分配电柜（二级防护）：无源谐波滤波器PF（5+7+11+13次）；
2.智能电容补偿柜；
3.分支断路器：2*100 A,4*60 A,16*32 A;
4.能源管理传感及模块
	台
	1
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	3.3
	高次波屏蔽供电柜GCB-P-3
	1.设备柜（三级防护）：EMI电源滤波器（10 kHz-100 MHz）；
2.共模扼流圈；
3.设备专用插座：1*60 A,2*32 A,4*16 A;
4.能源管理传感及模块
	台
	8
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	3.4
	电缆线及桥架
	ZR-YJV4x50+1x10
	米
	20
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	
	
	ZR-YJV4x32+1x10
	米
	30
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	
	
	ZR-YJV4x16+1x10
	米
	320
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	
	
	ZR-YJV4x10+1x4
	米
	100
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	
	
	ZR-YJV4x4
	米
	100
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	
	
	150*100封闭式桥架
	米
	300
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	
	
	250*150封闭式桥架
	米
	60
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	3.5
	接地线缆及埋地桩柱
	埋地铁棒：2米长
	支
	16
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	
	
	接地铜缆：16平方
	米
	200
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	4
	超纯气体系统

	4.1
	半自动气瓶柜
	1.柜体参数：烤漆柜体；
2.板材厚度：1.5 mm；
3.尺寸：1900 mm*900 mm*450 mm；
4.双气瓶；
5.供气管路：316 L 1/4" VCR；
6.吹扫管路：316 L 1/4" VCR；
7.保压管路：316 L 1/4" VCR；
8.工作压力：0-1000 PSI；
9.气动隔膜阀；
10.手动截止阀；
11.单向截止阀；
12.调压阀；
13.安全阀；
14.排风量：≥250 CMH
	
	1
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	4.2
	杜瓦罐
	1.容量1立方米；
2.外置气化器；
3.工作压力：0.8 MPa~1.6 MPa；
4.液体阀门：DN15;
5.气体阀门：DN15；
6.压力表；
7.PLC控制
	
	1
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	4.3
	仪表阀门盘
	1.输入气路：1路；
2.输出气路：4路；
3.材质：316 L；规格：1/4"  VCR；
4.阀门配置：手动球阀、针阀、调压阀、单向阀、输出球阀；
5.工作压力：0.2~1.0 MPa;
6.压力表
	
	4
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	4.4
	管线
	1/2"不锈钢316 L
	米
	80
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	
	
	1/4"不锈钢316 L
	米
	80
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	5
	工艺冷却水系统

	5.1
	工艺冷却水制备站
	1.制冷量：≥3 kW；
2.温度控制：±0.5℃；
3.压缩机：全封闭涡旋式1.5 HP；
4.水泵：单泵0.37 kW;
5.数显+PID控制
	台
	1
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	5.2
	管线
	DN32不锈钢304
	米
	20
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	6
	工艺排风系统

	6.1
	排风机组
	1.高静压排风机：排风量≥1000 CMH；
2.全压头：≥800 Pa；
3.震动等级：2.5 g；
4.带消声器；
5.集成控制器
	
	1
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	6.2
	排风管线及阀门
	直径200 mm镀锌钢板螺旋风管
	米
	30
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	
	
	DN100手动风阀
	支
	4
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	7
	工艺真空系统

	7.1
	真空泵站机组
	1.旋片式真空泵：50 L/min;
2.工作真空度：≤100 Pa；
3.真空缓冲罐；
4.真空过滤器；
5.真空压力表；
6.真空电磁阀；
7.真空止回阀；
8.集成控制系统
	台
	1
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	7.2
	设备端过滤容器
	容积式100目过滤器
	支
	1
	包含制造、运输、现场搬入、安装

	7.3
	管线及阀门
	不锈钢304；
DN40
	米
	40
	包含制造、运输、现场搬入、安装









三、响应要求
响应单位可选择任意设备进行响应，如设备技术要求、参数、数量有误，存在错项漏项或对设备技术要求、参数的合理性、倾向性等情况有意见、建议的，可在“附件1：产品情况表”中进行说明，并于2026年7月31日17:30以前将（1）营业执照复印件、（2）响应单位介绍信、（3）授权代表身份证复印件、（4）附件1、附件2、附件3（一种设备各提供一份附件，若对多种设备进行响应的，须对应单独提供）、（5）若是经销商参与，提供对应推介产品的厂家授权书复印件、（6）响应单位在近三年内承接过的同类产品销售业绩合同复印件（如有）。以上资料为复印件的需加盖单位公章，并将资料归整为一个PDF文件发送至33298544@qq.com，邮件发送后请致电工作人员确认，联系人：王荧；联系电话：13429494309。
四、联系方式
浙江卓宏建设项目管理有限公司；联系人：王荧；联系电话：13429494309。


浙江卓宏建设项目管理有限公司
[bookmark: _GoBack]2026年07月21日



















二维半导体和存算一体芯片中试平台封装、测试与验证实验室设备公开招标前市场征询回复函

附件1：产品情况表
	设备名称
	品牌
	规格/型号
	国产/进口

	
	
	
	

	生产厂家
	其他意见/建议

	
	


       响应单位（名称并盖章）：
联系人：
联系电话：
时间：    年   月  日











附件2：询价报价单
浙江卓宏建设项目管理有限公司：
根据本次二维半导体和存算一体芯片中试平台封装、测试与验证实验室设备征询通知书的要求，我公司的报价如下：
	项目名称
	二维半导体和存算一体芯片中试平台封装、测试与验证实验室设备

	设备名称
	

	报价
	         元

	备注
	



注：1、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。
2、报价只作参考，不作为最终招标控制价的依据。


响应单位（名称并盖章）： 
时间：    年   月  日

 






附件3：报价明细表（如有）
	序号
	费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	             元



响应单位（名称并盖章）： 
时间：    年   月  日
   












